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１．概要（Summary） 

低温領域で僅かな温度差でも効率よく熱回収を行

いウェアブル機器などに適用可能な小型熱電モジュ

ール開発を行なうため小型チップでの検討を進める。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー、紫外線照射装置 

【実験方法】 

ダイシングソーを用いて表面をメタライズした 4インチφ、

厚さ 1 mmの熱電材料基板を 0.5 mm□サイズに切断後、

小型モジュールに組み上げモジュール抵抗測定及び温

度差による出力テストを行う。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

目標モジュールサイズの組立てに先立ち、加工方法

検討のため 1/10サイズ程度のモジュールを作製しモジ

ュール組立て上の課題抽出を行うこととした。 今回使用

材料は焼結ウェハに両面メタライズされていること及び切

断チップサイズが小さいことから、チップとび及び不安定

ダイシング、切断面のバリなどの懸念が有り、まずダイシ

ング状況の確認を行なった。 結果としてダイシングに依

るチップとび及び不安定な切断は確認されないことが分

かった。 しかしチップのバリは発生が確認出来る。 今

後このバリがモジュール組立てにどの程度影響するか検

討する必要がある。    

 

 

Fig. 1 Wafer at dicing blade side after cutting. 
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